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摘要(译)

提供了超声背衬构件，包括超声背衬构件的超声探头，以及制造超声背
衬构件的方法。超声探头包括超声模块和背衬构件，超声模块包括将超
声波转换成电信号或者反之亦然的换能器，背衬构件通过用吸收超声模
块产生的超声波的背衬材料填充多孔泡沫型主体而获得。
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